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A producdo e o consumo de bens eletro-eletronicos estd crescendo muito e consequentemente a quantidade de
equipamento obsoletos e defeituosos cresce na mesma proporgdo. Atualmente uma quantidade muito grande de sucata deste tipo
de equipamento, em especial de placas de circuito impresso, é disposta juntamente com o lixo doméstico, ndo sofrendo nenhum
tratamento prévio. Na primeira etapa deste trabalho foi utilizado processamento mecanico para recuperar 0s metais presentes. As
PCI passaram por um processo de cominuicdo, separacdao granulométrica e ap6s foi feito separacdo por densidade utilizando um
liquido orgénico (Tetrabromoetano) e uma densidade de corte de 2,5 g.cm™. Desta primeira etapa obteve-se uma fragdo leve
(composta principalmente de polimeros e cerdmicos) e uma fragéo pesada (principalmente metais). Foi possivel recuperar cerca de
80% dos metais através de processamento mecanico. Na etapa atual foi feita separa¢do por densidade utilizando a fracéo leve
proveniente da etapa anterior. Utilizou-se uma densidade de corte de 2,0 g.cm™ para tentar melhorar a separagéo entre os materiais
presentes e aumentar a taxa de recuperacdo dos metais. Além disso foi feito um estudo sobre a influéncia da forma das particulas,
apds cominuicéo, na separagdo por densidade. (PROPESQ/UFRGS; Fapergs).





